Version 1.0
Published March 2023

FS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

UK
CA




AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure.

The terms HDMI™ and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
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No. Description

1 2x260-pin DDR4 SO-DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)
CPU Fan Connector (CPU_FAN1)
Chassis Fan Connector (CHA_FAN1)
2.5W Mono Out Speaker Header (MONOI)

Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)

2
3
4
5 SATA3 Connector (SATA1)
6
7  Chassis Intrusion Header (P305)
8

COM Port Header (COM1)
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1.4 Front Panel

==
o || = |[0] 0]
o (2 (3 e O
(4]
1 Power Button (SW1) 4 USB 3.2 Genl1 Type-C Port (USB_TC_2)
2 USB 2.0 Ports (USB_2_3) 5  Microphone Input

3 USB3.2Genl Type-A Port (USB_1) 6  Headphone/Headset Jack




1.5 Rear Panel

[l

=l e |E=
—] =] (=) | = [—] ﬁ =]
(1) (2) (3) (4] (5] (6] (7]

No. Description No. Description

1 Display Port (DP1) 5  USB 3.2 Genl Type-A Ports (USB_4_5)
2 Display Port (DP2)*(co-lay D-SUB) 6  LAN RJ-45 Port*
3 HDMI Port 7 USB 3.2 Genl Type-A Ports (USB_6_7)
4 USB 3.2 Genl Type-C Port 8  DCJack**

(USB_TC_1)

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
SPEED LED
|

| ~ 5

LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description
Ooff No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Green 100Mbps connection
On Link Orange 1Gbps connection

** Please use a 19V power adapter for the DC jack. This jack accepts dual barrel plugs with an inner diameter of 2.5
mm and an outer diameter of 5.5 mm, where the inner contact is +19 (+10%) DC and the shell is (centre positive).

Please use a 90W adapter for the 35W CPU and a 120W adapter for the 65W CPU.

This motherboard is available with support for either 4-pin ATX 19V power or DC-in power supplies. Please do
not use two kinds of power supplies at the same time! Doing so may damage the motherboard components and
devices. When you use the DC-in power adapter, please use the onboard SATA power connector to get the power
for HDDs.



H610D4-P1

Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing H610D4-P1 motherboard. In this documentation,

Chapter 1 and 2 contains the introduction of the motherboard and step-by-step
installation guides.

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

content of this documentation will be subject to change without notice.

1.1 Package Contents

H610D4-P1 Motherboard

1 x Quick Installation Guide

1 x SATA Data with Power Cable (Optional)
2 x Screws for M.2 Sockets (Optional)

1 x Screw for WiFi Module (Optional)



1.2 Specifications

Platform ® 6.7-inx6.8-in,17.0 cm x 17.2 cm
¢ Solid Capacitor design

CPU o Supports 14", 13" & 12" Gen Intel® Core™ Processors
(LGA1700)
* 4 Power Phase design
e Supports Intel® Hybrid Technology
e Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology

Chipset ¢ Intel° H610

Memory ¢ Dual Channel DDR4 Memory Technology
e 2x DDR4 SO-DIMM Slots
¢ Supports DDR4 non-ECC, un-buffered memory up to 3200*
* Please refer to Memory Support List on ASRock’s website for
more information. (http://www.asrock.com/)
* Max. capacity of system memory: 64GB
¢ Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Expansion * 1x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module
Slot and Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT)
Graphics e Intel° UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs

can be supported only with processors which are GPU
integrated.

o Intel® X° Graphics Architecture (Gen 12)

o Three graphics output options: 1x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4
(DP1), 1 x DisplayPort 1.2 (DP2)

e Supports Triple Monitor

e Supports HDMI 2.1 TMDS Compatible with max. resolution
up to 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

¢ Supports DisplayPort 1.4 with DSC (compressed) max.
resolution up to 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @
120Hz

e Supports DisplayPort 1.2 with DSC (compressed) max.
resolution up to 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz
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Audio

LAN

Front
Panel I/O

Rear Panel
1/0

Storage

Supports HDCP 2.3 with HDMI 2.1 TMDS Compatible and
DisplayPort 1.4/1.2 Ports

Realtek ALC269 Audio Codec
1x MICIN
1 x Headset/Headphone

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel” 1219V

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection
Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports PXE

1 x Power Button

1 x Headphone/Headset Jack

1x USB 3.2 Genl Type-A Port (Support ESD Protection)
1x USB 3.2 Genl Type-C Port (Support ESD Protection)
2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)

1 x Microphone Input Jack

1 x DC Jack (Compatible with the 19V power adapter)*

* Please use 90W power adapter for 35W CPU and 120W power
adapter for 65W CPU.

1 x HDMI Port
2 x DisplayPort*

* (1 x DP co-lay D-SUB)

4 x USB 3.2 Genl Type-A Ports (Supports ESD Protection)
1 x USB 3.2 Genl Type-C Port (Supports ESD Protection)

1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

1x SATA3 6.0 Gb/s Connector, supports NCQ, AHCI and Hot
Plug

1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280
PCle Gen4x4 (64 Gb/s) mode*

1 x Ultra M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCle
Gen3x4 (32 Gb/s) mode*

* Supports NVMe SSD as boot disks



Connector e 1x COM Port Header
e 1 x Chassis Intrusion Header
¢ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum 1A
(12W) fan power.
¢ 1 x Chassis Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)
¢ 1x Mono-Out Header

BIOS e AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Feature e ACPI 6.0 Compliant wake up events
e SMBIOS 2.7 Support

Hardware e Fan Tachometer: CPU, Chassis Fans
Monitor * Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU temperature):
CPU, Chassis Fans
¢ Fan Multi-Speed Control: CPU, Chassis Fans
e CASE OPEN detection
¢ Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

0s * Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

Power e 1xDCJack (Supports 19V DC Power Adapters)
Certifica- e FCC,CE

tions e ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting

A the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party
overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause damage to
the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense.
We are not responsible for possible damage caused by overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is a Proprietary form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard.
Failure to do so may cause physical injuries to you and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.



2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1700-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap is on the
ﬁ socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the socket. Do not
force to insert the CPU into the socket if above situation is found. Otherwise, the CPU
will be seriously damaged.

2. Unplug all power cables before installing the CPU.

10
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be placed if
you wish to return the motherboard for after service.

12



2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

H610D4-P1
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2.3 Installing Memory Modules (SO-DIMM)

This motherboard provides two 260-pin DDR4 (Double Data Rate 4) SO-DIMM

slots.

ﬁ It is not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4 slot;
otherwise, this motherboard and SO-DIMM may be damaged.

The SO-DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
the motherboard and the SO-DIMM if you force the SO-DIMM into the slot at incorrect
orientation.

1. Carefully insert the SO-DIMM memory modules into the slot at a 30-degree angle.

2. Push down until the modules snap into place.
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24 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on

the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is
“Open”.

W W

Short Open
Clear CMOS Jumper @@ Short: Clear CMOS
(CLRCMOSI) Open: Default

2-pin Jumper
(see p.1, No. 6) pin Jump

CLRCMOSI allows you to clear the data in CMOS. The data in CMOS includes
system setup information such as system password, date, time, and system setup
parameters. To clear and reset the system parameters to default setup, please
turn off the computer and unplug the power cord, then use a jumper cap to short
the pins on CLRCMOSI for 3 seconds. Please remember to remove the jumper
cap after clearing the CMOS. If you need to clear the CMOS when you just finish
updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down
before you do the clear-CMOS action.

Q If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option “Clear
Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.

15



2.5 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these
headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause
permanent damage to the motherboard.

Serial ATA3 Connector
(SATAL:
see p.1, No. 5)

This SATA3 connector
supports SATA data cables
for internal storage devices
with up to 6.0 Gb/s data

transfer rate.

CPU Fan Connectors
(4-pin CPU_FANI1)
(see p.1, No. 2)

4 3 21

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

This motherboard

provides a 4-Pin CPU fan
(Quiet Fan) connector. If
you plan to connect a 3-Pin
CPU fan, please connect it
to Pin 1-3.

Chassis Fan Connectors
(4-pin CHA_FANI)
(see p.1, No. 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED

Please connect fan cables
to the fan connectors and
match the black wire to the

ground pin.

Serial Port Header
(9-pin COM1)
(see p.1,No.8)

16

This COM1 header supports

a serial port module.



Chassis Intrusion Header

This motherboard supports

(2-pin P305) GND CASE OPEN detection

(see p.1, No.7) signal feature that detects if the
chassis cove has been
removed. This feature
requires a chassis with
chassis intrusion detection
design.

2.5W Audio Amp Output Please connect the chassis

Header -. MONO_OUT+ speaker to this header.

(2-pin MONOI) Ofmono_out-

(see p.1, No. 4)

H610D4-P1
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2.6 M.2 WiFi/BT Module and Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)
Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket (Key
E) supports type 2230 WiFi/BT module and Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT).

* The M.2 socket does not support SATA M.2 SSDs.

ﬁ Before you install Intel® Integrated Connectivity (CNVi) module, be sure to turn off the AC

power.

Installing the WiFi/BT module or Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT module
or Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT)

and the screw.

Step 2

Find the nut location to be used.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230

18
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Step 3

Gently insert the WiFi/BT module

or Intel* CNVi (Integrated WiFi/

BT) into the M.2 slot. Please be
aware that the module only fits in one

orientation.

Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.

19



2.7 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Hyper M.2
Socket (M2_1, Key M) supports type 2280 PCle Gen4x4 (64 Gb/s) mode. The Ultra M.2
Socket (M2_2, Key M) supports type 2280 PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) mode.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.

a®

Step 2

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 3

— Tighten the screw with a

screwdriver to secure the
module into place. Please do
not overtighten the screw as

this might damage the module.

@) -——

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for
details.



H610D4-P1

1 Einleitung

Vielen Dank fiir den Kauf des Motherboards H610D4-P1. In dieser Dokumentation

enthalten Kapitel 1 und 2 die Motherboard-Vorstellung sowie Schritt-fiir-Schritt-
Installationsanleitungen.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden konnen,
kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung geindert werden.

1.1 Lieferumfang

Motherboard H610D4-P1

1 x Schnellinstallationsanleitung

1 x SATA Daten-/Stromkabel (optional)

2 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)

1 x Schraube fir WLAN-Modul (optional)

21



1.2 Technische Daten

Plattform e 17,0x17,2cm
o Feststoffkondensator-Design

ten ten

Prozessor e Unterstiitzt Intel* Core™-Prozessoren der 13" & 12" Generation
(LGA1700)

® 4-Leistungsphasendesign

¢ Unterstiitzt Intel” Hybrid-Technologie

¢ Unterstiitzt Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

Chipsatz ¢ Intel’ H610
Arbeits- ¢ Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie
speicher ¢ 2 x DDR4-SO-DIMM-Steckplitze

¢ Unterstiitzt ungepufferten DDR4-Non-ECC-Speicher bis 3200%

* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitatsliste
auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)

¢ Systemspeicher, max. Kapazitit: 64GB

¢ Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

Erweiterungs- ¢ 1x M.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-Wi-Fi-/-BT-Modul
steckplatz und Intel” CNVi (WLAN/BT integriert)

Grafikkarte ¢ Integrierte Inte]” UHD Graphics-Visualisierung und VGA-
Ausginge kénnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

o Intel® X*-Grafikarchitektur (12. Gen.)

¢ Drei Grafikkarten- Ausgangsoptionen: 1 x HDMI,
1 x DisplayPort 1.4 (DP1), 1 x DisplayPort 1.2 (DP2)

¢ Unterstiitzt drei Monitore

¢ Unterstiitzt HDMI 2.1 TMDS-kompatiblen mit maximaler
Auflosung bis 4K x 2K (4096x2160) bei 60 Hz

¢ Unterstiitzt DisplayPort 1.4 mit DSC (komprimiert) maximaler
Auflosung bis 8K (7680 x 4320) bei 60 Hz / 5K (5120 x 3200) bei
120 Hz

¢ Unterstiitzt DisplayPort 1.2 mit DSC (komprimiert) maximaler
Auflosung von 4K x 2K (4096 x 2304) bei 60 Hz



Audio

LAN

Frontblende,
E/A

Riickblende
E/A

Speicher

Unterstiitzt HDCP 2.3 mit TMDS-kompatiblen HDMI-2.1- und
DisplayPort-1.4/1.2-Ports

Realtek-ALC269-Audiocodec
1 x Mikrofoneingang
1 x Kopthérer-/Headset

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeflizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt PXE

1 x Ein-/Austaste

1 x Kopthérer-/Headset-Anschluss

1 x USB-3.2 Genl-Typ-A-Port (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

1 x USB-3.2 Gen1-Typ-C-Port (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

2 x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

1 x Mikrofoneingang

1 x Gleichstromanschluss (mit 19-Volt-Netzteil kompatibel)*

* Verwenden Sie bitte das 90-Watt-Netzteil fiir die 35-Watt-CPU und
das 120-Watt-Netzteil fir die 65-Watt-CPU.

1 x HDMI-Port
2 x DisplayPort*

* (1 x DP co-lay D-SUB)

4 x USB-3.2 Genl-Typ-A-Port (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

1 x USB-3.2 Genl-Typ-C-Port (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

1 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschluss, unterstiitzt NCQ, AHCI und
Hot-Plugging

1 x Hyper-M.2-Sockel (M2_1, Key M), unterstiitzt Typ-2280-PCle-
Gen4x4-Modus (64 Gb/s)*

1 x Ultra-M.2-Steckplatz (M2_2, Key M), unterstiitzt Type-2280-
PCle-Gen3x4- (32 Gb/s) Modus*

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

H610D4-P1
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Anschluss

BIOS-
Funktion

Hardware-
iiberwa-
chung

Betriebs-
system

Leistung

Zertifizierun-
gen

1 x COM-Anschluss-Stiftleiste
1 x Gehduseeingriff-Stiftleiste
1 x CPU-Liifteranschluss (4-polig)

* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer

maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).

1 x Gehduseliifteranschluss (4-polig) (intelligente
Liftergeschwindigkeitssteuerung)

1 x Mono-Ausgang-Stiftleiste

AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung grafischer
Benutzerschnittstellen

ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse

SMBIOS 2.7-Unterstiitzung

Liftertachometer: CPU, Gehiuseliifter

Lautloser Liifter (automatische Anpassung der
Gehiuseliiftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU,
Gehiuseliifter

Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU, Gehauseliifter
Gehiuse-offen-Erkennung

Spannungsiiberwachung: +12'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64 Bit / 11 64 Bit

1 x DC-Buchse (unterstiitzt 19 V Gleichstromadapter)

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Ubertaktungswerkzeugen

f Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen, die

von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Ubertaktung kann sich auf die

Stabilitdt Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und Gerite Ihres Systems beschddigen.

Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine

Verantwortung fiir mégliche Schéden, die durch eine Ubertaktung verursacht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,kurzgeschlossen®. Wenn keine Jumper-Kappe auf

den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen®.

o W

Short Open
CMOS-16schen-Jumper Kurzgeschlossen: CMOS loschen
(CLRCMOSI) Offen: Standard

2-poliger Jumper
(siehe S. 1, Nr. 6) Polg P

CLRCMOS1 ermdglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Die Daten im CMOS
beinhaltet Systemeinrichtungsinformationen, wie Systemkennwort, Datum, Zeit und
Systemeinrichtungsparameter. Zum Loschen und Riicksetzen der Systemparameter auf

die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel;
schlieflen Sie dann die Kontakte an CLRCMOS1 3 Sekunden mit einer Jumper-Kappe kurz.
Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-L6schung zu entfernen. Falls
Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie

das System zunéchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Loschung herunter.

Falls Sie den CMOS loschen, wird moglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte passen Sie die
Q BIOS-Option ,,Status loschen® zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen Gehdiuseeingriffstatus
an.

25



1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen an
diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten
und Anschliissen konnen Sie das Motherboard dauerhaft beschidigen.

Serial-ATA-III-Anschluss
(SATAL:
siehe S. 1, Nr. 5)

Dieser SATA-III-Anschluss
nimmt SATA-Datenkabel zum
Anschluss interner Speichergerite
mit einer Datentibertragungsge-
schwindigkeit bis 6,0 Gb/s auf.

CPU-Liifteranschliisse
(4-polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 2)

4 3 2 1

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

Dieses Motherboard bietet einen
4-poligen CPU-Liifteranschluss
(lautloser Liifter). Falls Sie einen
3-poligen CPU-Liifter anschliefSen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

Gehiuseliifteranschliisse
(4-polig, CHA_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED

+5V

GND

Bitte verbinden Sie die Liifterkabel
mit den Liifteranschliissen; der
schwarze Draht gehort zum
Erdungskontakt.

Serieller-Port-Stiftleiste
(9-polig, COM1)
(siehe S. 1, Nr. 8)

26

Diese COM-Stiftleiste unterstiitzt
ein Modul fiir serielle Ports.



Gehéuseeingriff-Stiftleiste
(2-polig P305)
(siehe S. 1, Nr. 7)

Dieses Motherboard
unterstiitzt die Gehause-
offen-Erkennung, die erkennt,
wenn die Gehduseabdeckung
entfernt wurde. Diese
Funktion setzt ein Gehduse mit
Gehiuseeingrifferkennungs-

design voraus.

2,5-W-Audioverstarker-
Ausgang-Stiftleiste
(2-polig, MONOI1)
(siehe S. 1, Nr. 4)

MONO_OUT+
MONO_OUT-

Bitte verbinden Sie den
Gehauselautsprecher mit dieser
Stiftleiste.

H610D4-P1
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1 Introduction

Merci d'avoir acheté cette carte meére H610D4-P1. Dans cette documentation, les Chapitres 1

et 2 sont consacrés a la présentation de la carte mere et & son installation étape par étape.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu de ce
document est soumis d modification sans préavis.

1.1 Contenu de I'emballage
e Carte mere H610D4-P1

¢ 1 x Guide d’installation rapide
e 1 x cables de données SATA avec alimentation (optionnel)
e 2 xvis pour sockets M.2 (optionnel)

¢ 1 xvis pour module Wi-Fi (optionnel)
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Puces

Mémoire

Fente
d’extension

Graphiques

6,7 pox6,8po,17,0cmx 17,2 cm

Conception a condensateurs solides

Prend en charge les processeurs 13° et 12° génération Intel® Core™
(LGA1700)

Alimentation a 4 phases

Prend en charge Intel” Hybrid Technology

Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel® H610

Technologie mémoire double canal DDR4
2 x fentes DDR4 SO-DIMM
Prise en charge des mémoires DDR4 non-ECC, sans tampon et

jusqu'a 3200*

* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le site

Web d'ASRock pour de plus amples informations.

(http://www.asrock.com/)

Capacité max. de la mémoire systeme : 64GO
Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

1 x socket M.2 (Touche E), prend en charge les modules WiFi/BT
type 2230 et Intel® CNVi (WiFi/BT intégré)

La technologie Intel” UHD Graphics Built-in Visuals et les sorties
VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs intégrant
un controleur graphique.

Architecture graphique Intel® X° (Gen 12)

Trois options de sortie graphique : 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4
(DP1), 1 x DisplayPort 1.2 (DP2)

Prend en charge la configuration a triple moniteurs

Prend en charge la technologie HDMI 2.1 TMDS Compatible avec
résolution maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 60 Hz

Prend en charge DisplayPort 1.4 avec résolution max. DSC
(compressée) jusqu’a 8K (7680x4320) @ 60 Hz / 5K (5120x3200) @
120 Hz

Prend en charge DisplayPort 1.2 avec résolution max. DSC
(compressée) jusquia 4K x 2K (4096x2304) @ 60 Hz
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Audio

Réseau local

Connectique
E/S du
panneau
avant

Connectique
du panneau
arriere

Stockage

30

Prend en charge HDCP 2.3 avec ports HDMI 2.1 compatibles
TMDS et DisplayPort 1.4/1.2

Codec audio Realtek ALC269
1 x Entrée MICRO

1 x casque téléphonique/casque découte

Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

Giga PHY Intel® 1219V

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az
Prend en charge PXE

1 x bouton d’alimentation

1 x sortie casque téléphonique/casque découte

1 x port USB 3.2 Genl type A (Protection contre les décharges
électrostatiques)

1 x port USB 3.2 Genl type C (Protection contre les décharges
électrostatiques)

2 x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques)
1 x prise d'entrée micro

1 x prise CC (Compatible avec l'adaptateur secteur 19 V)*

* Veuillez utiliser un adaptateur secteur 90W pour le CPU 35W et un
adaptateur secteur 120W pour le CPU 65W.

1 x port HDMI
2 x DisplayPort*

* (1 x DP co-lay D-SUB)

4 x port USB 3.2 Genl type A (Protection contre les décharges
électrostatiques)

1 x port USB 3.2 Genl type C (Protection contre les décharges
électrostatiques)

1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)

1 x connecteur SATA3 6,0 Go/s, compatibles avec les fonctions
NCQ, AHCI et « Hot Plug »

1 x Socket Hyper M.2 (M2_1, Key M), supporte le mode PCle
Gen4x4 (64 Go/s) de type 2280*

1 x socket Ultra M.2 (M2_2, Key M), prend en charge le mode PCle
Gen3x4 (32 Go/s) type 2280*.

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage



Connecteur

Caractéris-
tiques du
BIOS

Surveillance
du matériel

Systeme
d’exploitation

Alimentation

Certifications

H610D4-P1

1 x embase pour port COM
1 x embase d’intrusion chéssis

1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)

* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un

ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).

1 x connecteur pour ventilateur de chéssis (4 broches) (contréle de
vitesse de ventilateur intelligent)

1 x embase de sortie mono

BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events
Compatible SMBIOS 2.7

Tachymetre de ventilateur : CPU, Ventilateur du chassis

Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du
ventilateur du chassis d’apres la température du CPU) : CPU,
Ventilateur du chassis

Controéle simultané des vitesses du ventilateur : CPU, Ventilateur du
chéssis

Détection CHASSIS OUVERT

Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V, CPU

Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bits / 11 64-bits

1 x prise CC (Prend en charge les adaptateurs d'alimentation

19V CC)

FCC, CE
ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

du BIOS, lapplication dune technologie doverclocking déliée et lutilisation doutils doverclocking

t Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modifications

développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces pratiques, voire
provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du systéme. Loverclocking se fait

a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour responsables des dommages

éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque
le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ». Si le

capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

W W

Short Open
Cavalier Clear CMOS Court-circuité : Fonction Clear
(CLRCMOSI) .. CMOS
i Cavalier (jumper) »
(voir p.1, No. 6) 2 broches Ouvert : Par défaut

CLRCMOS1 vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Les données de la CMOS
incluent les informations de configuration du systeme telles que mot de passe, date, heure
et parametres de réglage du systéme. Pour effacer les parametres du systéme et rétablir les
valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son cordon
dalimentation ; utilisez ensuite un capuchon de cavalier pour court-circuiter les broches
CLRCMOSI pendant 3 secondes. Noubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une fois
les données CMOS effacées. Si vous avez besoin deffacer les données CMOS apreés une mise
ajour du BIOS, vous devez tout d’abord redémarrer le systéme, puis [éteindre avant de
procéder a leffacement de la CMOS.

Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption du BIOS
sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chdssis précédentes.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS de
capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur ces

embases ou connecteurs end gera irrémédiabl t votre carte mére.
Connecteur Serial ATA3 Ce connecteur SATA3 prend
(SATAL: en charge les cébles de données
voir p.1, No. 5) SATA pour les périphériques de

stockage internes avec un taux de

transfert maximal de 6,0 Go/s.

e — Cette carte mére est dotée d’'un

Connecteurs du ventilateur
du processeur connecteur pour ventilateur de
(CPU_FANI 4 4 broches) e

FAN_VOLTAGE processeur (Quiet Fan) a
(voir p.1, No. 2)

CPU_FAN_SPEED

LA, SPEED, CONTROL 4 broches. Si vous envisagez

de connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez le
brancher sur la broche 1-3.

Connecteurs du ventilateur Veuillez brancher les cables du

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED

:;L/D ventilateur, puis reliez le fil noir a

du chéssis ventilateur sur les connecteurs du
(CHA_FANI1 a 4 broches)

(voir p.1, No. 3) la broche de mise a terre.

Embase pour port série
(COM1 a 9 broches)
(voir p.1, No. 8)

Cette embase COM1 prend en
charge un module de port série.
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Embase d’intrusion chéssis

Cette carte meére prend en charge

(P305 a 2 broches) GND la fonction de détection CHASSIS
(voir p.1, No. 7) Stonal OUVERT qui alerte I'utilisateur
en cas de retrait du boitier du
chéssis. Cette fonction requiert
un chassis a conception intégrant
la détection d’intrusion.
Embase de sortie Amp | ] Veuillez brancher le haut-parleur
audio 2,5 W O~ MoNo_ouT+ du chassis sur cette embase.
O MONO_OUT-

(MONOLI a 2 broches)
(voir p.1, No. 4)
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1 Introduzione

Congratulazioniii per l'acquisto della scheda madre H610D4-P1. In questo manuale, i capitoli

1 e 2 contengono un'introduzione alla scheda madre e le guide di installazione passo passo.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il contenuto
di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso.

1.1 Contenuto della confezione
e Scheda madre H610D4-P1

¢ 1x Guida all'installazione rapida
e 1 x cavi dati SATA con alimentazione (opzionali)
e 2 xviti per Socket M.2 (opzionali)

¢ 1 x vite per modulo WiFi (opzionali)
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d’espansione

Grafica

6,7"x6,8",17,0cmx 17,2 cm
Design condensatore solido

Supporta processori 13" Gen e 12" Generation Intel® Core™
(LGA1700)

Potenza a 4 fasi

Supporta la tecnologia Intel® Hybrid

Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel® H610
Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

2 Alloggi DDR4 SO-DIMM
Supporta memoria DDR4 non ECC, senza buffer fino a 3200*

* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti di

memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)

Capacita max. della memoria di sistema: 64GB
Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0

1 x Socket M.2 (Key E), supporta moduli di tipo 2230 WiFi/BT e
Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)

La videografica integrata della scheda video UHD Intel® e le uscite
VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU
integrata.

Architettura grafica Intel® X* (Gen 12)

Tre opzioni di output grafico: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4 (DP1),
1 x DisplayPort 1.2 (DP2)

Supporto di tre monitor

Supporta HDMI 2.1 compatibile TMDS con risoluzione massima
fino a 4K x 2K (4096 x 2160) a 60Hz

Supporta DisplayPort 1.4 con DSC (compresso) risoluzione max.
fino a 8K (7680 x 4320) a 60 Hz / 5K (5120 x 3200) a 120 Hz
Supporta DisplayPort 1.2 con DSC (compresso) risoluzione max.
fino a 4K x 2K (4096 x 2304) a 60 Hz



Audio

LAN

Pannello I/0
frontale

1/0 pannello
posteriore

Archiviazione

H610D4-P1

Supporta HDCP 2.3 con HDMI 2.1 compatibile TMDS e porte
DisplayPort 1.4/1.2

Codec audio Realtek ALC269
1 x MIC-In

1 x cuffie/auricolare

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto PXE

1 x Tasto d’alimentazione

1 x connettore cuffie/auricolare

1 x Porta USB 3.2 Genl di tipo A (supporta protezione da scariche
elettrostatiche)

1 x Porta USB 3.2 Gen1 di tipo C (supporta protezione da scariche
elettrostatiche)

2 x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche)

1 Connettore ingresso microfono

1 x connettore DC (compatibile con adattatori di corrente 19V)*

* Utilizzare adattatori di corrente 90W per le CPU 35W e adattatori di
corrente 120W per CPU 65W.

1 x porta HDMI
2 x DisplayPort*

* (1 x DP co-lay D-SUB)

4 x Porta USB 3.2 Genl di tipo A (supporta protezione da scariche
elettrostatiche)

1 x Porta USB 3.2 Genl di tipo C (supporta protezione da scariche
elettrostatiche)

1 x porta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)

1 x connettore SATA3 6,0 Gb/s supportano NCQ, AHCI e Hot Plug
1 x socket Hyper M.2 (M2_1, Key M), supporta la modalita di tipo
2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)*

1 x socket Ultra M.2 (M2_2, Key M), supporta la modalita tipo 2280
PCle Gen3x4 (32 Gb/s)*

* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio
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Connettore * 1x connettore porta COM
e 1 x connettore intrusione telaio
¢ 1x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massima di 1 A (12 W).
¢ 1x connettore ventola telaio (4 pin) (Controllo intelligente della
velocita della ventola)

¢ 1 x Connettore uscita Mono

Funzionalita ¢ AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto
BIOS ¢ Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0
e Supporto di SMBIOS 2.7

Hardware e Tachimetro ventola: CPU, Ventola chassis
Monitor e Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): CPU, Ventola chassis
e Controllo velocita ventola: CPU, Ventola chassis
e Rilevamento CASE OPEN
* Monitoraggio tensione: +12 V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore

SO e Microsoft® Windows® 10 64 bit / 11 64 bit
Alimentazione ¢ 1 x connettore CC (supporta alimentatori CC 19 V)

Certificazioni ¢ FCC,CE
e ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la regolazione

A delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o l'utilizzo di
strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita del sistema o
perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre eseguirlo a proprio rischio
e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del

jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non € posizionato alcun
cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

o W

Short Open
Jumper per azzerare la CMOS Cortocircuitato: Azzerare la
(CLRCMOS1) . CMOS
Jumper a 2 pin
(vedere pag. 1, n. 6) Aperto: Predefinito

CLRCMOSI consente di azzerare i dati presenti nella CMOS. I dati presenti nella CMOS
includono informazioni relative all'impostazione del sistema quali password del sistema,
data, ora e parametri di impostazione del sistema. Per azzerare e reimpostare i parametri
del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di
alimentazione, quindi utilizzare un cappuccio del jumper per cortocircuitare i pin su
CLRCMOSTI per 3 secondi. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio del jumper dopo aver
azzerato la CMOS. Se ¢ necessario azzerare la CMOS dopo I'aggiornamento del BIOS, ¢
necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire I'operazione
di azzeramento della CMOS.

Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS "Azzerare stato”
per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.
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1.4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper
su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori
provochera danni permanenti alla scheda madre.

Connettore Serial ATA3
(SATAL:
vedere pag. 1, n. 5)

Questo connettore SATA3
supporta i cavi dati SATA per
dispositivi di archiviazione
interna, con una velocita di

trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.

Connettori della ventola
della CPU

(CPU_FANT1 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 2)

4 3 2 1

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Questa scheda madre & dotata
di un connettore per la ventola
della CPU (Ventola silenziosa)
a4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.

Connettori ventola telaio
(CHA_FANI a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED

+5V

GND

Collegare i cavi della ventola ai
connettori della ventola e far
corrispondere il filo nero al pin di

terra.

Header porta seriale
(COM1 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)
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Questo header COM1 supporta
un modulo di porta seriale.



Header di intrusione nello
chassis

(P305 a 2 pin)

(vedere pag. 1, n. 7)

H610D4-P1

Questa scheda madre supporta la
funzionalita di rilevamento CASE
OPEN che rileva se il coperchio
dello chassis ¢ stato rimosso.
Questa funzione richiede uno
chassis con caratteristiche di
rilevamento di intrusione nello

chassis.

Connettore uscita audio
Amp 2,5W

(MONOI a2 pin)
(vedere pag. 1, n. 4)

MONO_OUT+
MONO_OUT-

Collegare I'altoparlante dello
chassis a questo header.
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1 Introduccion

Gracias por adquirir la placa base H610D4-P1. En esta documentacion, los capitulos 1y 2

contienen la introduccién de la placa base y las guias de instalacion paso a paso.

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el

contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.

1.1 Contenido del paquete
e Placa base H610D4-P1

¢ 1 x Guia de instalacién rapida

¢ 1 x Datos SATA con cable de alimentacién (Opcional)
¢ 2 x tornillos para sockets M.2 (Opcional)

¢ 1 x Tornillo para médulo WiFi (Opcional)
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

Tarjeta
grafica

6,7"x6,8"/17,0cmx 17,2 cm
Diseno de condensador solido

Compatible con la 13" y 12* generacion de procesadores Intel®
Core™ (LGA1700)

Diseno de 4 fases de alimentacion

Compatible con la Tecnologia Hibrido de Intel®

Admite tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel® H610

Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

2 x Ranuras DIMM SO DDR4
Admite memoria DDR4 no ECC sin bufer de hasta 3200*

* Para obtener mas informacidn, consulte la lista de memorias

compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)

Capacidad maxima de memoria del sistema: 64GB
Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0

1 x M.2 Socket (Tecla E), es compatible con los mddulos WiFi/BT
tipo 2230 e Intel” CNVi (WiFi/BT integrado)

Intel* UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles unicamente con procesadores con GPU integrado.
Arquitectura de graficos Intel® X° (Generacion 12)

Tres opciones de salida de gréficos: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4
(DP1), 1 x DisplayPort 1.2 (DP2)

Compatible con tres monitores

Compatible con HDMI 2.1 TMDS con una resolucion maxima de
4K x 2K (4096x2160) a 60 Hz

Admite DisplayPort 1.4 con DSC (comprimido), resolucion méxima
hasta 8K (7680x4320) a 60 Hz o 5K (5120x3200) a 120 Hz

Admite DisplayPort 1.2 con DSC (comprimido), resolucion méxima
de 4K x 2K (4096x2304) a 60 Hz
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Audio O

LAN .

E/Senel .
panel frontal °

E/S en panel -
posterior

Admite HDCP 2.3 con HDMI 2.1 compatible con TMDS y puertos
DisplayPort 1.4/1.2

Cédec de audio Realtek ALC269
1 x Entrada de micréfono
1 x auriculares y auriculares con micréfono

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Admite la funcién Reactivacion de LAN

Admite proteccion contra rayos y descargas electrostéticas (ESD)
Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE

1 x Botdn de alimentacién

1 x Conector para auriculares y auriculares con micréfono

1 x Puertos USB 3.2 Genl de tipo A (admite proteccién contra
descargas electrostaticas)

1 x Puerto USB 3.2 Genl1 de tipo C (admite proteccion contra
descargas electrostaticas)

2 x Puertos USB 2.0 (admite proteccion contra descargas
electrostdticas)

1 x Conector de entrada de micr6fono

1 x Conector de CC (compatible con el adaptador de alimentacién
de 19 V)*

* Utilice un adaptador de alimentacion de 90W para CPU de 35W y un
adaptador de alimentacion de 120W para CPU de 65W.

1 x puerto HDMI
2 x DisplayPort*

* (1 x DP co-lay D-SUB)

Almacena- o
miento

4 x Puertos USB 3.2 Genl1 de tipo A (admite proteccién contra
descargas electrostaticas)

1 x Puerto USB 3.2 Genl de tipo C (admite proteccion contra
descargas electrostaticas)

1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE y
LED DE VELOCIDAD)

1 x Conector SATA3 de 6,0 Gb/s, compatible con las funciones
NCQ, AHCI y Conexidn en caliente

1 x Zdcalo Hyper M.2 (M2_1, Clave M), compatible con el modo
PCle Gen4x4 (64 Gb/s) de tipo 2280%

1 x Zdcalo Ultra M.2 (M2_2, clave M), admite el modo PCle Gen3x4
tipo 2280 (32 Gb/s)*

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
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Conector * 1x Base de conexiones de puerto COM
¢ 1x Base de conexiones para manipulacion del chasis
¢ 1x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.
¢ 1x Conectores (4 contactos) para el ventilador del chasis (control de
velocidad de ventilador inteligente)

¢ 1 x Base de conexiones de una sola salida

Funciondela ¢ BIOSlegal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
BIOS ¢ Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.0
¢ Admite SMBIOS 2.7

Monitor de e Tacometro del ventilador: CPU, ventiladores del chasis
hardware  Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): CPU, ventiladores
del chasis
e Control de varias velocidades del ventilador: CPU, ventiladores del
chasis
e Deteccion de CARCASA ABIERTA
* Supervision del voltaje: +12 V, +5V, +3,3 V, Vcore de CPU

SO e Microsoft® Windows® 10 64 bits/11 64 bits

Alimentacion ¢ 1x Conector de CC (admite adaptadores de alimentacion de 19V y
CQC)

Certificacio- ¢ FCCyCE
nes ¢ Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacién

preparada para ErP/EuP)

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking, incluido el
A ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las herramientas

de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad del sistema e,

incluso, danar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacion se debe realizar bajo su

propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna responsabilidad por los

posibles darios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se coloca
en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los contactos, el
puente queda “Abierto”

W W

Short Open

Puente de borrado de Corto: Borrado de CMOS

CMOS Abierto: Predeterminado
Puente de 2 contactos

(CLRCMOSI)

(consulte la pag. 1, n° 6)

CLRCMOS]1 le permite borrar los datos del CMOS. Los datos del CMOS incluyen
informacion de instalacion del sistema como, por ejemplo, la contrasena, la fecha y la

hora del sistema y los parametros de instalacion del sistema. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador
y desenchufe el cable de alimentacion. A continuacion, utilice una tapa de puente para
acortar los contactos del CLRCMOSI durante 3 segundos. Acuérdese de retirar la tapa de
puente después de borrar el CMOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar
la BIOS, debera arrancar el sistema primero y, a continuacion, deberd apagarlo antes de que
realice el borrado del CMOS.

Si borra el CMOS, podrd detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcion del BIOS “Clear Status”
(Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusion anterior del chasis.
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1.4 Conectores y bases de conexiones incorporados

Las bases de conexiones y los conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente

sobre estas bases de conexiones y conectores. Si coloca tapas de puente sobre las bases de conexiones y

los conectores dafiard de forma permanente la placa base.

Conector Serie ATA3
(SATAL:
consulte la pag.1, n° 5)

Este conector SATA3 es
compatible con cables de datos
SATA para dispositivos de
almacenamiento interno con una
velocidad de transferencia de
datos de hasta 6,0 Gb/s.

Conectores del ventilador
dela CPU

(CPU_FANI1 de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 2)

4 3 2 1

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Esta placa base contiene

un conector de ventilador
(ventilador silencioso) de CPU

de 4 contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de CPU de
3 contactos, conéctelo al contacto
1-3.

Conectores para el
ventilador del chasis
(CHA_FANI1 de

4 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED

+5V

GND

Conecte los cables del ventilador
a los conectores del ventilador y
haga coincidir el cable negro con

el contacto de conexidn a tierra.

Base de conexiones de
puerto serie

(COM1 de 9 contactos)
(consulte la pag.1, N.° 8)

;IITI 0 5

DDCD#Ii |
RRXD#1
TTXD#1
DDTR#
GND
DDSR#
RRTS#
cCTs#
RRI#

Este cabezal COM1 admite un

modulo de puerto serie.
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Cabezal de intrusion de

Esta placa base es compatible

chasis GND con la funcién de deteccion

(P305 de 2 contactos) stane! de CUBIERTA ABIERTA que

(consulte la pag. 1, n° 7) detecta si se ha retirado la
cubierta del chasis. Esta funcion
requiere un chasis disenado para
la deteccién de intrusion del
chasis.

Base de conexiones de | ] Conecte el altavoz del chasis a

salida de amplificador de : 32:2:252 este cabezal.

audio de 2,5 W
(MONOL de 2 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 4)
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1 BBepeHue

Brrarogapuym Bac 3a npuo6peTrenne cucreMHoit miatsl H610D4-P1. Pasgensr 1 n 2
HACTOAILETO JOKYMEHTa COflepKaT o611ye CBEJIeHNA O CYCTEMHOII II/IaTe ¥ MONIaroBbie
MHCTPYKIUN TIO YCTaHOBKE.

BIOS codepicumoe Hacmosaugeii 00KyMeHMAKUU MO Obimb usmeHeHo 6e3 npedsapumenvHozo

Q o npuuute 06HO8NEHUS XAPAKMEPUCIUK CUCNEMHOTL NAAMbL U NPOZPAMMHO20 00ecnedeHus
YB0OMTIEHUSL.

1.1 KomnnekT nocTtaBku

e CucremHas miata H610D4-P1

¢ 1 x Kparkoe pyKOBOZCTBO IIO YCTaHOBKe

o 1 x kabess nepenaun faHHbIX SATA u miHyp nuranus (mpruobpeTaeTcst OTAEIbHO)
e 2 BunT /it tHesga M.2 (pro6peTaroTcs OT/e/IbHO)

e 1 x BuHT Ayt Mopynst WiFi (mprnobperaercs oTzie/ibHO)
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1.2 TexHNYeCKne XxapakTepucTnKku

Mnarpopma

un

Yuncer

Mamatb

Cnotbl
pacwmpeHus

lpadpuueckan
nopgcucTema

17,0x 17,2 cm

CxeMa Ha OCHOBE TBEPAOTE/IbHBIX KOH/IEHCATOPOB
Toapepskka mpoieccopos 13 u 12" noxonenns Intel® Core™
(LGA1700)

Cucrema nutanns 4

IMoppepyxxa rexuonoryu Intel® Hybrid

IMonnepxuBaertcs Texuonorus Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel® H610
JIByxKkaHanbHas namaTb DDR4

2 cnora DDR4 SO-DIMM
IMoppeprxka HeOydepusoBannoi mamst DDR4 6es ECC mo 3200*

* omonuuTenbHas nHGOpManus npeicrasaena B Crmcke

coBmectuMoit mamstu (Memory Support List) Ha Be6-carite ASRock.

(http://www.asrock.com/)

Makcumanbubiii 06bem O3Y: 64 '6

IMoppeprxnBaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

1 cnor M.2 (xmiou E) mna mopyna WiFi/BT tuma 2230 n Intel® CNVi
(BcTpoennsie WiFi/BT)

Berpoennsiit Bupeoanantep Intel®* UHD Graphics i Berxopst
VGA noppep>xnBaroTcs TonbKo npu ucnonbzosannu LI co
BCTPOEHHBIMI TPpapUUecKMMM MPOIeCCOPAMIU.

Ipacuueckas apxurexrypa Intel® X° (12 moxonerne)

Tpu Bupeosbixona: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4 (DP1),

1 x DisplayPort 1.2 (DP2)

[Toppeprkka paboThI € TPEMSI MOHUTOPAMIU

Toppepxxka HDMI 2.1 TMDS coBMecTuM ¢ MaKCMMaIbHbIM
paspeuterrem no 4K x 2K (4096x2160) mpu 60 Iig

IMoppepxxa DisplayPort 1.4 ¢ DSC (8 cxxaTom dopmare), ¢ Maxc.
paspeuterreM no 8K (7680x4320), 60 Ity / 5K (5120x3200), 120 Iiy
IMoppepxmusaercs DisplayPort 1.2 ¢ DSC (B cxxarom dopmare), ¢
Makc. paspenterreM fo 4K x 2K (4096x2304) mpu 60 Iig



3ByK

NBC

MopTbi
BBOJa-
BbiBOZa Ha
nepepgHen
naHenun

ToinoBble
nopTbl
BBOJa-
BbiBOJa

3anomuHalo-

wue
ycTponcTBa

e TToppepxxa HDCP 2.3 ¢ pagpemamu, coBmectumbiMu ¢ HDMI 2.1
TMDS, u DisplayPort 1.4/1.2

e Aynnokopek Realtek ALC269
* 1 MUKpOQOHHBII BXO]

¢ 1 X HayIIHMKOB M/IM TAPHUTYPBI

* Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6wut/c

¢ Giga PHY Intel® 1219V

e TloppepxuBaercs npobysxpeHue 1o JIBC

* MonHuesamuTa 1 3alMTa OT 3NEKTPOCTATUYECKNX Pa3pAIOB
e Tlonpepxusaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az

e Jlognepxxusaercss PXE

* | KHOTIKA MMTAHNA

* 1 rHE3JO /I HAYLUTHNKOB VI TaDHUTYPbI

e 1xITopr USB 3.2 Genl tum A (c 3aIuToit OT 9/€KTPOCTATUIECKUX
paspsioB)

e 1xITopr USB 3.2 Genl tun C (c 3alMTOI OT 37IEKTPOCTATNYECKIX
paspsoB)

e 2 xmnopra USB 2.0 (c 3amuTOit OT 9/I€KTPOCTATIIECKIX PAa3PALOB)

1 MUKpOQOHHBIIT BXOJ,

e 1 BXOJl IUTaHUA IIOCTOSAHHOTO TOKa (coBMecTuM ¢ 19-B 6110k0M
nuTaHus)*
* PexoMeHpIyeTCA UCIONb30BaTh afantep nutanusa 90 Batt aa LTI 35
Bart n agantep nuranua 120 Barr ga LT 65 Barr.
¢ 1xnopr HDMI
e 2x DisplayPort*
* (1 x DP co-lay D-SUB)
e 4xIlopr USB 3.2 Genl tum A (c 3a1UTOIi OT 3/I€KTPOCTATIYECKIX
paspsizoB)
e 1xITopr USB 3.2 Genl tun C (c 3a1MTOl OT 37I€KTPOCTATUYECKIX
paspsigoB)
e 1xnopt JIBC RJ-45 ¢ nuankaropamu (AktrHOCTB/CoefivHeHME U
CKOpOCTBD)

e 1 nopt SATA3 6,0 ['6ut/c, nogaep>xusatorcst NCQ, AHCI
«ropsAYas» 3aMeHa
e Tuespo Hyper M.2 (M2_1, xmou M) ¢ moppepKoit pesxumos 2280
PCle Gen4x4 (64 I'6ut/c) x 1 mr.*
e Tuespo Ultra M.2 (M2_2, xmiou M), mopzepskka pesxxuma 2280 PCle
Gen3x4 (32 I'6ut/c) x 1 mr.*
* Tlopiep>KMBaloTCA B KadecTBe 3arpy3ouHbIx SSD-auckn timma NVMe

H610D4-P1
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Pasbembl

MapameTpbl
BIOS

KoHTponb
o6opypoBa-
HUnA

OnepaynoH-
Hble
cncTemMbl
MutaHune

Ceptuduka-
uusa

A

1 xomopka COM-mopra
1 X KOJIOZIKA JI/IsA fATYMKA BCKPBITHSA KOPITyca

1 x pasbeM 1 BeHTHIATOpA OXnaxaeHns 1T (4-KOHTaKTHbIIT)

* Pazpem TIPOIECCOPHOrO BEHTUIATOPA TTOAAEPKUBAET BEHTUIATOP C

noTpebnsembM TOKOM He 6oree 1 A (12 Br).

1 pazbeM J1s KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA (4-KOHTAKTHbII) (CMapT-
PEryIATOp CKOPOCTY BPAILIEHNUSA BEHTUIATOPA)

1 KO/moJIKa MOHO-BBIXO/Ia

AMI UEFI Legal BIOS ¢ moppep»xkoit rpadudaeckoro nHTepderica
IMoppmeprxka GyHKIMIT Tpobyxaennst o crangapry ACPI 6.0
IMopnepxxa SMBIOS 2.7

Taxometp: CPU, BeHTHIATOPBI KOpITyca

Becirymuas pa6oTa (C aBTOMaTH4eCKOll PeryIMpoBKOil CKOPOCTH
BpallleHNA B 3aBUCUMOCTY OT Temmneparypsi 1I1): CPU,
BEHTWIATOPBI KOpITyca

Perynuposka ckopoctu Bpauenus: CPU, BeHTUIATOPbI KOpITryca
JlaTuyK BCKPBITUA KOPITyca

KonTponp Hanpsoxenuit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Vcore LITT

Microsoft® Windows® 10 (64-paspsigHas) / 11 (64-paspsignast)

1 x Pa3peM MOCTOSIHHOTO TOKA (IIOAZEP>KMBAIOTCST GTOKY TUTAHS

Ha 19 B mocr. Toka)

FCC, CE
CosmectumocTb ¢ ErP/EuP (Heo6xomyum 610K MTaHus,

coorBeTcTByloumit crauiapry ErP/EuP)

Criedyem yuumviéams, 4mo paszon npoueccopa, 6Kmouas usmenenue nacmpoex BIOS, npumenenue
mexronozuu Untied Overclocking u ucnonv3oeanue uHCMpymeHnnos paszoHa He3asucumblx

npoussooumeneil, CONpsmeH ¢ 0npedeseHHvIM PUCKOM. Pazzon npoueccopa moskerm cHu3umo

CcMabunbLHOCMb CUCeMbL UL 0adxice npusecmu K nogpeﬂcbeﬂum €€ KOMNOHEHM 08 uycmpaﬁcm&

Paszon npoueccopa ocyusecmensiemcs nosv3oeamesnem Ha coGCMBEHHDbLI PUCK U 3a COOCHBEHHbITE

cuem. Mul He HecemM 0MBemMCcmMeeHHOCHb 3a B03MONCHDBLLL ym,epﬁ, B8bI3BAHHDIL PdSé‘DHUM npuueccopw
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcraHoBKa TIEpEMbBIYEK ITOKa3aHa Ha PUCYHKE. HPI/I YCTaHOBKE II€PpEMBIYKI-KOIITa9Ka
Ha KOHTAKTBI IIEpEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmm TII€pEMbIYKa-KO/IMNA4Y0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTaHOB/IEHA, TIepEMbIYKa «Pa3OMKHYTa».

o W

Short Open
ITepembruka cOpoca 3amkHyTa: COHpOC HACTPOEK
HacTpoek CMOS CMOS
2-KOHTaKTHas
(CLRCMOS1) IepeMbriKa PasomxanyTa: Ilo ymonuanuio

(em. cTp. 1, Ne 6)

CLRCMOSI ncnonbayerca gs yganenus ganapix CMOS. B mamsatu CMOS copeprkarcs
TaKMe JaHHbIe O HACTPOJIKE CHCTeMbI, KaK CUCTEMHBIII ITapOJIb, JaTa, BPeMs I ITapaMeTpbl
HACTPOMKN cUCTeMbL. YTOOBI COPOCUTD M OOHYINTD APAMETPBI CUCTEMbI Ha HACTPOIKI
10 YMO/TYaHUIO, BBIK/TIOUNTE KOMIbBIOTED U USBJIEKUTE BUIKY M3 PO3ETKH, a 3aTeM
KOJIITAYKOBOI1 ITepeMbIuKoil 3aMKHMTe KOHTaKThl HA CLRCMOSI Ha 3 ceKyHIbL.

ITocne copoca HacTpoek CMOS He 3a0ybTe CHATb KO/IAYKOBYIO IepeMbIuKy. IIpn
HeobOxonumMocTu cbpocuts Hactpoiiku CMOS cpasy nocie o6xosnenns BIOS cuauaa

nepesarpys3nure CUCTEMY, a 3aT€M BbIK/IIOYNUTE KOMIIbIOTED II€pPEN C6POCOM HaCcTpoO€K
CMOS.

Cépoc Hacmpoex CMOS moxcem npusecmu Kk onpedesieHuo 8ckpuimuto kopnyca. Ymobot 06Hynums
3anuce npedvldyusezo onpedeneHUs 6CKPuImMuUs Kopnyca, uchonvsyiime napamemp Clear Status
(O6Hynumv cocmosnue) BIOS.
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1.4 Konogku u Pa3beMbl, PaCNONIOKEHHbIE Ha CUCTEMHON

nnare

f Pacnonoxcenvie Ha cucmemoti naame konooku u pasvemvl HE sensomcs nepemviuxamu. HE

ycmanusﬂusuﬂme HA 3Mu KooOKU Llp(l3'b€]‘/lbl nepembmku—xaﬂnauxw Yemanoska HEPEMbl’-tEK’

KOANAYK08 HA IMU KOZIOOKU U Pu3‘bEMbl Moxcem 8vl3samov Heycmpaﬂumoe nuzpembeﬂue

CUCEeMHOTLI niameol.

Paswem Serial ATA3
(SATAL:
oM. cTp. 1, Ne 5)

10T pasbem SATA3
[IpeHa3HaYeH st TIOfK/II0YeH s
Kabesneit maHHbIX SATA
BHYTPEHHNUX 3aIIOMMHAOIVX
YCTPOJICTB 151 [Iepeady JaHHBIX

€O CKOpOCThIO 10 6,0 ['6uT/C.

PazbeMbl BEHTUIATOPOB
LTI

(4-xonrakra, CPU_FANI1)
(em. cTp. 1, Ne 2)

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Ora MaTepMHCKas IIaTa
cHa0)KeHa 4-KOHTAKTHBIM
Pa3beMoM JIIsl MAJIOLIYMSALIETO
sertunsaTopa LI1. Ecnu ot
co6upaeTech MOAK/IIOYUTD
3-KOHTAKTHbI BEHTU/IATOP
OXJIaKJIeHNS IIPOLeccopa,
TIOZIK/II0YAliTe €r0 K KOHTAKTaM
1-3.

Pa3beMbl BEHTU/ISITOPOB
KopIryca

(4-xonrakTa, CHA_FANI1)
(em. cTp. 1, Ne 3)

CHA_FAN_SPEED
+5V
GND

FAN_SPEED_CONTROL

IIpepHasnaveHs! Ay
MOAK/II0YeHN s Kabesiel pa3beMoB
BEHTILATOPOB Y IIOAK/IIOUEHIS

YEPHOro IIpOBOJiA K 3a3€MJICHIIO.

Konogka
[IOC/IE{OBATE/IBHOTO OPTA
(9-xonraktHas, COM1)
(em. cTp. 1, Ne 8)

Kononkxa COM1 nopnepxusaer
TIOJIK/TIOYeHVe MOJY/IA

II0CIeN0BATE/IPHOIO IIOPTA.



Konopgka myis marumka 1
BCKPBITUS KOpPITyca GND
(2-xonrakTHast, P305)

(cm. cTp. 1, Ne 7)

H610D4-P1

OTa MaTepMHCKas IIaTa
TIOfI/IeP)KMBAET TEXHOMOTHIO
OmnpeneneHnsa BCKPhITUA KOpIryca
110 CHATUIO BEPXHE YacTu
Koprryca. [l 9Tl TeXHOIOTUM
HeoOXoUM KopIryc ¢ QyHKImei

OIIpeeIeHNA BCKPBITHA.

Konogka BeiBoia
MONO_OUT+

ycunmmurens 3pyka 2,5 Bart
MONO_OUT-

(2-xonrakTtHbIi1, MONOI)
(em. cTp. 1, Ne 4)

IIpennasHaveHa s
IOAK/IIYEHMA JUUHAMIKA

KopIyca.
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1 Introducao

Obrigado por comprar a placa mae H610D4-P1. Nesta documentagao, Capitulo 1 e 2 contém

a introdugdo da placa-mae e guias de instalagdo passo a passo.

Como as especificagoes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido desta
documentagao estard sujeito a alteragées sem aviso prévio.

1.1 Conteudo da embalagem

¢ Placa mae H610D4-P1

¢ 1 x Guia de Instalagdao Répida

¢ 1 x Dados Serial SATA com Cabo de For¢a (Opcional)
e 2 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)

¢ 1 x Parafuso para Mddulo WiFi (Opcional)
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1.2 Especificacdes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

Slot de
expansao

Graficos

6,7-pol x 6,8-pol, 17,0 cm x 17,2 cm
Design de condensador sélido

Suporta 13* Ger. e 12° Gerado de Processadores Intel® Core™
(LGA1700)

Design com 4 fases de alimentagao

Suporta Tecnologia Hibrida Intel®

Suporta Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel® H610
Tecnologia de memdria DDR4 de dois canais

2 x Slots DDR4 SO-DIMM
Suporta DDR4 nao-ECC, uma memoria sem buffer até 3200*

* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da ASRock

para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)

Capacidade maxima da memoria do sistema: 64GB
Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®

1 x soquete M.2 (Chave E), suporta Modulo tipo 2230 WiFi/BT e
Intel® CNVi (WiFi/BT Integrado)

Os graficos incorporados Intel® UHD e as saidas VGA s6 podem ser
suportados com processadores com GPU integrada.

Arquitetura Grafica Intel® X° (Gen 12)

Trés opgoes de saida de graficos: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4
(DP1), 1 x DisplayPort 1.2 (DP2)

Suporta configuragdo com trés monitores

Suporta HDMI 2.1 TMDS Compativel com resolu¢cdo max. até

4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

Suporta DisplayPort 1.4 com DSC (comprimido) resolu¢ao max. até
8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz

Suporta DisplayPort 1.2 com DSC (comprimido) resolu¢ao max. até
4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz
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Audio .

LAN .

E/S do painel
frontal .

E/S do painel

Suporta HDCP 2.3 com HDMI 2.1 TMDS Compativel e DisplayPort
1.4/1.2 Portas

Codec de Audio Realtek ALC269
1 x Entrada de MIC

1 x Fone de ouvido

LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Protegdo de Relampago/ESD
Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta PXE

1 x botao Liga/Desliga

1 x Entrada de Fone de ouvido

1 x Porta USB 3.2 Genl Tipo A (Suporta Prote¢ao ESD)
1 x Porta USB 3.2 Genl Tipo C (Suporta Protecao ESD)
2 x Portas USB 2.0 (Suporta Prote¢dao ESD)

1 x Entrada de microfone

1 x Adaptador CC (Compativel com o adaptador de for¢a de 19V)*

posterior * Por favor, use o adaptador de forca de 90W para 35W CPU e
adaptador de for¢a 120W para 65W CPU.

1 x Porta HDMI
2 x DisplayPort*

* (1 x DP co-lay D-SUB)

Armazena- U
mento

4 x Porta USB 3.2 Genl Tipo A (Suporta Prote¢ao ESD)

1 x Porta USB 3.2 Genl Tipo C (Suporta Protecao ESD)

1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

1 x Conector SATA3 6,0 Gb/s, suporte NCQ, AHCI, Conector a
Quente

1 x Hyper Soquete M.2 (M2_1, Chave M), suporta modo tipo 2280
PCle Gen4x4 (64 Gb/s)*

1 x Ultra Soquete M.2 (M2_2, Chave M), suporta modo tipo 2280
PCle Gen3x4 (32 Gb/s)*

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao
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Conector

Funcées da
BIOS

Monitor de
hardware

SO

Energia

Certificacoes

H610D4-P1

1 x Suporte porta COM
1 x Gabinete de Alimentag¢io de Intrusao

1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)

* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de

alimentagdo méxima 1A do ventilador (12W).

1 x Conector de Ventoinha de Chassi (4 pinos) (Controle de
Velocidade de Ventoinha Inteligente)
1 Coletor Mono-Out

AMI UEFI Legal BIOS com suporte GUI
ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar
Suporte SMBIOS 2.7

Tacometro da ventoinha: CPU, Ventoinha do Chassi

Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do chassi
pela temperatura da CPU): CPU, Ventoinha do Chassi

Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, Ventoinha do Chassi
Detecgdo de ABERTURA da CAIXA

Monitoramento da tensio: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
1 adaptador CC (Suporta adaptadores de forca CC 19V)
ECC@E]

Preparada para ErP/EuP (¢ necessaria uma fonte de alimentagao

preparada para ErP/EuP)

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das
definicées na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagdo de ferramentas de

overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema ou mesmo causar
danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado por sua conta e risco.
Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do jumper é

colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se nao for colocada uma tampa de jumper nos pinos,
o jumper é "Aberto".

W W

Short Open

Apagar o Jumper CMOS Curto: Apagar CMOS
(CLRCMOS1) ) Abrir: Padrao

(ver p.1, N.o 6) Jumper de 2 pinos

CLRCMOS1 permite que vocé apague os dados no CMOS. Os dados no CMOS incluem
informagoes de configuragdo do sistema, tal como senha do sistema, data, hora e
parametros de configuragdo do sistema. Para apagar e reinicializar os pardmetros do sistema
na configuragdo padrio, desligue o computador e retire o cabo de alimentagio, utilizando
em seguida a tampa do jumper nos pinos de CLRCMOS]1 durante 3 segundos. Por favor,
ndo se esquega de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS. Se vocé precisar
apagar o CMOS logo ap0s ter terminado uma atualizagdo da BIOS, deverd primeiro iniciar

o sistema e voltar a encerra-lo antes de apagar o CMOS.

Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a op¢ao do BIOS "Limpar
estado"” para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.



1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre estes

terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird causar danos

permanentes a placa-mae.

H610D4-P1

Conector Serial ATA3
(SATAL:
ver p.1, N.° 5)

Este conector SATA3 suporta
cabos de dados SATA para
dispositivos de armazenamento
interno com uma taxa de
transferéncia de dados de até
6,0 Gb/s.

Conectores do ventilador
da CPU

(CPU_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1,N.22)

4 3 2 1

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Esta placa mae inclui um conector
de ventilador da CPU (Ventilador
silencioso) de 4 pinos. Se vocé
pretende conectar um ventilador
da CPU de 3 pinos, por favor,
conecte-o0 ao Pino 1-3.

Conectores da Ventoinha
do Chassi

(CHA_FANI1 de 4 pinos)
(ver p.1,N.2 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED

+5V

GND

Por favor, conecte os cabos do
ventilador aos conectores do
ventilador e corresponda o fio

preto no pino terra.

Suporte da porta serial
(COM1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.° 8)

Este suporte COM1 recebe um
modulo da porta serial.
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Suporte de intrusiao do
chassi

(P305 de 2 pinos)

(ver p.1,N.27)

Esta placa-mae suporta a fungao
de detecgdo de ABERTURA da
CAIXA que detecta se a tampa do
chassi foi removida. Esta fungao
requer um chassi com design de

detecgao de intrusao.

Coletor de Saida Amp de
Audio 2,5W

(MONOI de 2 pinos)
(ver p.1, N.° 4)

Por favor, conecte o alto-falante
do chassi a este suporte.



H610D4-P1

1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakup plyty gléwnej H610D4-P1. W niniejszej dokumentacji, rozdziaty 112

zawierajg wprowadzenie do plyty gléwnej oraz przewodnik instalacji krok po kroku.

Poniewaz specyfikacje plyty glownej i oprogramowanie BIOS mogq zosta¢ zaktualizowane, zawartos¢
tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia.

1.1 Zawartos¢ opakowania

Plyta gléwna H610D4-P1

1 x Skrécona instrukeja instalacji

1 x kable danych z kablem zasilania SATA (Opcjonalne)
2 x $ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

1 x $ruba do modutu WiFi (Opcjonalne)
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo
rozszerzenia

Grafika

6,7 cala x 6,8 cala, 17,0 cm x 17,2 cm

Konstrukcja kondensatorami statymi

Obstuga 1391 12°9 generacji procesoréw Intel® Core™ (LGA1700)
Sekcja zasilania 4 Power Phase Design

Obstuga technologii Intel® Hybrid

Obstuga technologii Intel” Turbo Boost Max 3.0

Intel® H610
Technologia pamigci Dual Channel DDR4

2 x gniazda DDR4 SO-DIMM
Obstuga niebuforowanej pamie¢ci DDR4 non-ECC, do 3200*

* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej ASRock

w celu uzyskania dalszych informacji. (http://www.asrock.com/)

Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 64GB
Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

1 x gniazdo M.2 (Key E), z obstuga modutu WiFi/BT typu 2230 i
Intel® CNVi (Zintegrowany WiFi/BT)

Whbudowana grafika Intel” UHD i wyjscia VGA sa obstugiwane
wylacznie z procesorami, ktére maja zintegrowane GPU.
Architektura grafiki Intel® X° (Generacja 12)

Opcje trzech wyjé¢ graficznych: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4
(DP1), 1 x DisplayPort 1.2 (DP2)

Obstuga trzech monitoréow

Obstuga HDMI 2.1 TMDS zgodnosci z maks. rozdzielczo$cig do
4K x 2K (4096x2160) przy 60Hz

Obstuga DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany) maks.
rozdzielczo$¢ do 8K (7680x4320) przy 60Hz / 5K (5120x3200) przy
120Hz

Obstuga DisplayPort 1.2 z DSC (skompresowany) maks.
rozdzielczo$¢ do 4K x 2K (4096x2304) przy 60Hz



Audio U

LAN .

Przedni panel °
Wejscia/ o
Wyjscia .

Tylny panel .

H610D4-P1

Obstuga HDCP 2.3 przy zgodnosci z HDMI 2.1 TMDS i porty
DisplayPort 1.4/1.2

Realtek ALC269 Audio Codec
1 x MIC IN

1 x stuchawek/zestawu stuchawkowego

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi/
ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE

1 x Przycisk zasilania

1 x gniazdo stuchawek/zestawu stuchawkowego

1 x port USB 3.2 Genl typu A (obstuguje zabezpieczenia ESD)
1 x port USB 3.2 Genl typu C (obstuguje zabezpieczenia ESD)
2 x porty USB 2.0 (Obsluga zabezpieczenia ESD)

1 x gniazdo wejécia mikrofonu

1 x gniazdo zasilania DC (zgodne z zasilaczem 19 V)*

Wejscia/ * Korzystac z zasilacza 90W dla CPU 35W i zasilacza 120W dla CPU
Wyjscia 65W.

1 x port HDMI
2 x DisplayPort*

* (1 x DP co-lay D-SUB)

Przechowy- .
wanie .

4 x port USB 3.2 Genl typu A (obstuguje zabezpieczenia ESD)
1 x port USB 3.2 Genl typu C (obstuguje zabezpieczenia ESD)
1 x port LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)

1 x ztgcze SATA3 6,0 Gb/s, obstuga NCQ, AHCI i Hot Plug

1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), z obstuga trybu typ 2280
PCle Gen4x4 (64 Gb/s)*

1 x Ultra M.2 Socket (M2_2, Key M), obstuga trybu typ 2280 PCle
Gen3x4 (32 Gb/s)*

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
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Ziacze * 1xzlgcze gléwkowe portu COM
¢ 1x ztacze gtéwkowe funkcji naruszenia obudowy
 1x zlacze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Zlacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksymalnym
pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
¢ 1x ziacza wentylatora obudowy (4-pinowe) (Inteligentne sterowanie
predkoscia obrotows wentylatora)

e 1x zlacze gtdwkowe wyjscia mono

Funkcja BIOS ¢ Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z GUI
e Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0
e Obstuga SMBIOS 2.7

Monitor e Obrotomierz wentylatora: CPU, Ztgcza wentylatora obudowy
sprzetu e Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperature CPU): CPU, Zigcza
wentylatora obudowy
¢ Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU, Ztacza
wentylatora obudowy
e Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY
e Monitorowanie napigcia: Napiecie rdzenia CPU Vcore +12 V, +5V,

+3,3V
System * Microsoft® Windows® 10 64-bitowy / 11 64-bitowy
operacyjny
Zasilanie ¢ 1x gniazdo pradu statego (Obstuga zasilaczy pradu stalego 19 V)

Certyfikaty * FCC, CE
* Gotowosc¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowo$cig
obstugi ErP/EuP)

Nalezy pamietaé, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg
A ustawiett w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi

przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wpltywaé na stabilnos¢ systemu lub nawet

powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdze# systemu. Powinno to zostac zrobione na wlasne

ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest
“Otwarta”.

o W

Short Open

Zworka usuwania danych Zwarcie: Usuniecie danych z
z pamigci CMOS 2-pinowa zworka pamieci CMOS
(CLRCMOSI) Otwarcie: Domyslne

(sprawdz s.1, Nr 6)

CLRCMOS1 umozliwia usuniecie wszystkich danych z pamigci CMOS. Dane w pamieci
CMOS obejmujg informacje o konfiguracji systemu, takie jak hasto do systemu, date, czas
i parametry konfiguracji systemu. W celu usunigcia i zresetowania parametréw systemu
do ustawient domyslnych, wyltacz komputer i odlacz przewdd zasilajacy, a nastepnie uzyj
nasadke zworki do zwarcia na 3 sekundy pinéw CLRCMOS]1. Nalezy pamigta¢, aby po
usunieciu danych z pamigci CMOS zdja¢ nasadke zworki. Jesli wymagane jest usuniecie
danych z pamieci CMOS po zakoniczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania

danych z pamigci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wylaczy¢ go.

Po usunigciu danych z pamieci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy. Wyreguluj opcje
BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usungc zapis poprzedniego stanu naruszenia obudowy.
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1.4 Wbudowane zfacza gtéwkowe i inne ztacza

Whbudowane ztgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé zworek nad
tymi zlgczami glowkowymi i ztgczami. Umieszczanie zworek nad ztgczami glowkowymi i zlgczami
spowoduje trwate uszkodzenie plyty gtownej.

Zkacze Serial ATA3 To ztacze SATA3 obstuguja kable
(SATAL: danych SATA dla wewnetrznych
sprawdz s.1, Nr 5) urzadzen pamigci z szybkoscig

transferu danych do 6,0 Gb/s.

4 3 2 1

ZYacza wentylatora CPU Ta plyta gléwna udostepnia
(4-pinowe CPU_FAN1) 4-pinowe zlacze wentylatora
(sprawdz s.1, Nr 2) N CPU (Cichy wentylator). Jesli

FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED planowane jest podaczenie

FAN_SPEED_CONTROL

3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podtaczy¢ do pinéw 1-3.

Z}acza wentylatora Podlgcz przewody wentylatora

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED

+5V 4
o czarny przewdd do styku masy.

obudowy
(4-pinowe CHA_FAN1)
(sprawdz s.1, Nr 3)

do zlaczy wentylatora i dopasuj

Zkacze gtowkowe portu To ztacze glowkowe COM1
szeregowego
(9-pinowe COM1)

(sprawdz s.1, Nr 8)

obstuguje modut portu

szeregowego.




Ztacze gtéwkowe czujnika
naruszenia obudowy
(2-pinowe P305)
(sprawdz s.1, Nr 7)

H610D4-P1

Ta plyta gtéwna obstuguje
funkcje wykrywania OTWARCIA
OBUDOWY, ktéra wykrywa
zdjecie pokrywy obudowy.

Ta funkcja wymaga obudowy

z konstrukcja wykrywania
naruszenia obudowy.

ZIacze gtowkowe wyjscia
wzmacniacza audio 2,5 W
(2-pinowe MONO1)
(sprawdz s.1, Nr 4)

MONO_OUT+
MONO_OUT-

Podlacz to tego zlacza
glowkowego glosnik obudowy.
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e 6.7 21Xl x 6.8 2IXl, 17.0cm x 17.2 cm
e &2|C BUAMN X

o 13MICH 2 12AICH Intel® Core™Z 2 AIAl XI 2 (LGA1700)
o 4 ME A 2X

Intel® Hybrid Jl= XI&

Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology Xl &

Intel® H610

e 5 M DOR4 IRl Jl=

e DDR4 SO-DIMM &% 24

. DDR4 =0 3200* HIECC HIHH B2l XI&

* HEE JGtAIH ASRock ZAOIEN Ue M2l XA
%%% Z X5t Al 2. (http://www.asrock.com/)

o NAE 22 20 28 64GB

 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 XI &

o M.2 A3U(E 1) 10K, E+Y 2230 WIFi/BT 25 2 Intel® CNVi
(SEE WIiFi/BT) XI&

Intel® UHD = A LE-OI H|F=L 1 VGA =2 GPU
S8 TZAHMNZE XFE 4= ASLT
Intel® Xe & OFI| & X (Gen 12)
e el =& & M JH: 1 x HOMI,
1 x DisplayPort 1.2 (DP2)
A= DLIEH X
HDMI2.1 TMDS XI & (= CH ol &F & 4Kx 2K (4096x2160) @ 60HzZ)
o |06l &F &= D18K(7680x4320) @B60Hz /5K (5120x3200) @ 120Hz
ol DSC(Z=)2l DisplayPort 1.45 XI&&LICH
o Z|CH oA 4K x 2K (4096x2304) @ 60HzC! DSC(Z =) 2]
DisplayPort 1.2& XI& & LICtH

1 x DisplayPort 1.4 (DP1),
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Realtek ALC269 2CI2 2
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SIEZ/A=A 11

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Giga PHY Intel® 1219V
Wake-On-LAN X &
#HIH/ESD 25 K&

&Y 0lHY 802.3az X &
PXE XI&

B HE 1)

SISE/ESA = 1

USB 3.2 Gen1 Et&} A ZE 1JH(ESD
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DisplayPort 2l

* (1 x DP co-lay D-SUB)

USB 3.2 Gen1 Et2} A ILE 4JH(ESD B X&)
USB 3.2 Gen1 Et2l C ZE 1JH(ESD E5 X&)
LED &= RJ-45 LAN Z E 1JH(ACT/LINK LED % SPEED LED)

SATA3 6.0 Gb/s HYH 1JH, NCQ, AHCI ¥ “3t Z21 1" X &
Sl0ITH M.2 A3 1JH(M2_1, Key M), Et2l 2280 PCle
Gen4x4(64Gb/s) LEE X &+

Ultra M.2 &3 1JH(M2_2, Key M), Et2! 2280 PCle
Gen3x4(32Gb/s) 2= Xl &=

* NVMe SSDE RE CAIZ AI2 JtsSotES XI&
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* CPU B HUE = B M240| 20 1A(12W)Q CPU
X 2IEHLIC
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e 2 EHGIH 1K

1o

BIOS JIs e GUI XIS M33dt= AMI UEFI HEE BIOS
* ACPI 6.0 &= 0|2 & 0IBIE
e SMBIOS 2.7 XI &

o= o W EtR0IE: CPU, H4YH
2LIH o MAS H(CPU 2Z0l 28 MAI # £& ts XE):

CPU, H4lH
o WS £E MO CPU, HEH
e J0lA 282X

o MQ DLIHE: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

0S ¢ Microsoft® Windows® 10 64HIE / 11 648 E
SR e DC 2 1 xJf (19V DC & & H{YH X&)
Q= e FCC, CE

o ErP/EUP AF2 JIS(ErP/EUP AR Jts HAZSEI 2 Q)

ERE AE0l=s XE ZEGIE QUIEZZ0=E 0l 329 E0l MEL=E Xs

REOAAL. QUISZ22 AILE L0 SES FIHLE A0 AILES 28 249
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Short Open

Clear CMOS & IH @E &tet: Clear CMOS
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F—=74% .

LAN °

ZAYVENRIV o
1/0 .

DZINZRIVIO -

H610D4-P1

HDMI 2.1 TMDS H#:35 X U DisplayPort 1.4/1.2 R— T
HDCP 2.3 ZHR—FLET

Realtek ALC269 A —T A 2—F v
1xXATAT]
LxN\YRTFY [Ny Yk

FHEw ~ LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Wake-On-LAN (V= A7 4> F)IZHIt

H / EEESUNE (ESD) PRAEISHIG

IRV F—HRDOI A —Y v b 802.3az B R—h
PXE 72t KR—h

1 x AR

LxN\Y T4V [Ny Ry vy

1 x USB 3.2 Genl Type-A R — bk (FEXUKE (ESD) fRFEITHRIER)
1 x USB 3.2 Genl Type-C *R— I (§#EXUNE (ESD) RFEITHTIE)
2x USB 2.0 R— | (FFEXUNE (ESD) IRAFEITHTIL)

Lx AT AT v

1x DC 7B DIN ¥+ w7 (19V EIE T 2 T RIS E) *

*35W CPU D& 90W T 7 X 7 %% 65W CPU D ElE
120W BT R 27 @ LU TIZEW,

1 x HDMI K—h
2 x DisplayPort*

* (1 x DP co-lay D-SUB)

AbL—Y c

4x USB 3.2 Genl Type-A R— b (FESUE (ESD) (AR
1x USB 3.2 Gen1 Type-C JR— I (XU (ESD) PRI )
LED f¥ 1 x RJ-45 LAN ;R— (ACT/LINK LED & SPEED LED)

1 x SATA3 6.0 Gb/s I% 7% NCQ, AHCL BX U Fy v T55
HEREIT NG

1 x Hyper M.2 V7w b (M2_1,F— M), X1 7 2280 PCle Gen4x4
(64 Gb/s) E—RITHHIE *

1x Ultra M.2 V7 & (M2_2, F— M), ZA 7 2280 PCle Gen3x4
(32 Gb/s) E—RITHHE *

i) T ¢ 2272 LT NVMe SSD 1A Jits
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aARI42 e 1xCOM R—hN\w&—
o IxIUY—U AV ML=V a N R —
e 1xCPUZ7>aARTZX (4¥Y)
*CPU 77 YA RIFIRA 1A (12W) DFESID CPU 77 SRS
LET,
o IxVY—YTIryARTR (AEY) (AR—RT 7B )
o IxE/TIVHIANYE—

BIOS H#&E * AMI UEFI Legal BIOS, GUI HK— M &
o ACPL6.O YT A DT T ANV
e SMBIOS 2.7 Y iR—h

IN—F9T7 © TyURIA—RICPU, v —T7Y
TZ-A2— o #ET 7 (CPUTREICHE> T v — 7 7 2 i 7% H L)
CPU, ¥ v —T 7Y
o TyURIVFIEENRIME: CPU T —T T 7Y
o r—ARABARAD
o LR 412V, 45V, +3.3V, CPU Vcore

(o) ® Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
EiE e 1xDC Vv w7 (19V DC OEFRT R T 27 R—h)
SR * FCC.CE

e ErP/EuP Ready (ErP/EuP Xt IR {IAASEE A A ETY)

f BIOS REE DFHE. 77> 24’ FA—/N\—o 0 775/ 02— D — R/ S — 71 DA —/3—

GBS — VDG ER B A—N—I Ay 2IClE, —FEDYRIEEOES DT
SRV A ==y S B RTLIRLIEIC e, SR FADI F— 3 b
PFNTZOWHRT B EENBOE T, CERDOFHETIT> TEE I Tl A —N—2
Oy NS BHHEDEHTIF A O DRET DT THRIFEE L,



H610D4-P1

13 JvVIN—ERE

COATANE, V¥ I—DRESTEERLUTOET, Vv /8 —Fv v THE I
ToTWVBE Vv =3[ a—k T, Vv —Frw B E > TR,
BEICE. Vv —E A —T 19,

o W

Short Open
CMOS 7V 7 V% /78— a—hk: CMOS DZVUT
(CLRCMOS1) F—T FTFIVE

2B TX 8=
(p.1.No. 6 Z#)

CLRCMOSI1 &, CMOS DT —2%2 V7§35 NTEET,CMOS DT —HITl,
VAT LSAT— R HA KL VAT LGRENTA—R— T2 E DY AT LB E
BENETMHELTC T IAIVNREICV AT LISTA—=2— )y b3 51,

OV a—2—DEFZYI0 EBFRI—REIRE, v S—Fr v 2 HEHLT,
CLRCMOS1 DEVIC 3 BT a—hLET,CMOS 27V 7 Liz#ld, v >/ 3—F v
TR0 T D% SR NEIINTLTLIEE W, BIOS 27w 75—~ M4, CMOS #2717
T 2N N AT L L, Z N5 CMOS 77 77 av #2179
HCS vy R UTLIEE L,

CMOS #2779 BE, r—ADHMDRHIEN S EDBHDE S, LIFTDZ v —21> F)b—
Q DY RT—XRFERETH A T SIS, BIOS 7772 5> 5 Clear Status (R 7-—X X D) |
TAEELT/ZE 0,

81



14 AVR—ROANYR—EAXRT4

FUR— RN Z—ETARTRE7 2N—TldH D EC Ao CNENY X —ETRTXITIE
A DpIN—F T E BN TLIEZ N X —BL TR R 27N —F v T %
W BE, NP —R—FICWEHRIEN R C D BHE T,

SUT)V ATA3 AT R
(SATA1:
p.1.No. 5 Zi#)

T SATA3 AXRTRZ—I, i
6.0 Gb/s DT — ZHREHE T
WIEBA R L—TF 31 ZHD
SATA T —2r—"7 )V R—
rLET,

CPU 77> RZ—
(4 ¥ CPU_FAN1)
(p.1.No. 2 ZHH)

4 3 2 1

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

ZOXY—R—RiF 4 ¥> CPU
T7y & T 7)) ART R
MNEFENTVETIEVD
CPU T 7 V72 Hefid 2 AIcid,
Y 13 ISR L TLIEE N,

SN =TT ART R
(4 ¥ CHA_FAN1)
(p.1.No. 3 ZIR)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED

+5V

GND

T7 r—=T)\eT7y ARY
R L BT AV T —
A ENTEDETIIEE W,

SYT VA= by S
(9 ¥ com1)
(p.1.No. 8 ZIiD)
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TD COM1 N\ R —F>V7 )V
R—bEY2—)VEYR—FL
EX



A=AV M=V av 1
AR — GND

Si I
(2 ¥ P305) o
(p.1.No. 7 ZH8)

CORYP—R—RETr— 7
IN—=DFF SN T &R

T %, — A BH BRI GE
PR-FLE T, TORRICIE,
=AY NL—Ya A
RatENicy v —o DREETY,

25W A —T1X TS

w A MONO_OUT+
Hjjjo/\ /g MONO_OUT-
(2 ¥~ MONO1)

(p.1.No. 4 Z#)

S VAR T DAY
F—IT LTI,

H610D4-P1
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Zax

& J1
BRI SE H610D4-PT £4R. AP, 81 EME 2 ENAERIFEANB MM

dErs
R Eo

—
.

)4'}

Q BF ERHEH BIOS 1A RE BB, [ElE, AXISHIABTERELHITEY, BTBIT
A,

1.1 615555

H610D4-P1 E£ 4

1 x RERFERE

1x BT SATA HiEmRL (1EH)

o 2xMBE (MM2EOER) (EMW)
o xRz (ff WiFi BRER) (EH)



1.2 #4%

CPU

I RE

R

H610D4-P1

6.7 &~ x6.8 %, 17.0cmx17.2cm
REMNBRIHEET

X5 13 {RFAEE 12 K Intel” Core™ 4 2% (LGA1700)
4 BREHEIRIT

3z #% Intel® Hybrid Technology

32 #% Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

Intel° H610
JLiE1E DDR4 IR A

2 x DDR4 SO-DIMM #&
¥ DDR4 E ECC. dEBM AT, HEIFFINE 3200%

* ESREZE MY LA Memory Support List (REX#551%) T
#18. (http://www.asrock.com/)

RENFRAEE. 64GB
% # Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

1xM.2 Socket (Key E), x#22! 2230 WiFi/BT &3R4 Intel®
CNVi ( ££5¢ WiFi/BT)

R GPU £ #4222 88 7 525 Intel” UHD Graphics A BE#151
#VGA it

Intel® X° B2 2E4#3 (Gen 12)

3 ERMIHIED: 1 x HDMI. 1 x DisplayPort 1.4 (DP1).

1 x DisplayPort 1.2 (DP2)

YH=ZABRE

T3 A TMDS B9 HDMI 2.1, 60Hz A& K43 #5351k 4K x 2K
(4096x2160)

3z#% DisplayPort 1.4, DSC (E%8) &A% #ZEAE 8K
(7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz

3z#% DisplayPort 1.2, DSC (E48) JAHSHHZFIL 4Kx 2K
(4096x2304)@ 60Hz
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LAN

HIER 1/0

RHER 1/0

FE

86

2 #5 HDCP 2.3 % 3% HDMI 2.1 TMDS L% DisplayPort 1.4/1.2
pifu|

Realtek ALC269 =37 4m iz hd 25
1x ZZRKAAN
1x KBXEH /Bl

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Giga PHY Intel° 1219V

4% Wake-On-LAN (% LR EE)
Z#5 & /ESD R

XS RERUIAKRK 802.3az

X ¥ PXE

1 x BRI

1 x BEHETL

1xUSB 3.2 Gen1 A Type-A i (324 ESD #4F)
1xUSB 3.2 Gen1 Type-C i (4% ESD ##4F)
2xUSB2.0ixH (%Z# ESD fR#)

1x ZRRBANETL

Tx BERfmFL (RE 19V RIRERRR) *

*35W CPU f/ 90W FLIFIERC#E, 65W CPU £/ 120W FIRIERS

o

1 x HDMI 3% 0
2 x DisplayPort*

* (1 x DP co-lay D-SUB)

4xUSB 3.2 Gen1 Type-A %0 (3z## ESD 1#3P)
1xUSB 3.2 Gen1 Type-C i (3245 ESD 1#4F)
1xRJ-45LAN #%H, 7 LED (ACT/LINK LED #A1 SPEED LED)

1xSATA3 6.0 Gb/s 0, 3%#F NCQ. AHCI fi#iifik
1x#BHEM21EO (M2_1, KeyM) , Z#52E8 2280 PCle
Gen4x4 (64 Gb/s) #3 *

1xBHEM23EO (M2_2, KeyM) , #5280 2280 PCle
Gen3x4 (32 Gb/s) #5K *

* % #§ NVMe SSD R{ER =14



H610D4-P1

O o 1x COM it O
o 1 x HUAERNER
* 1xCPURKEEA (4%
*CPU ME#EOXZHES 1A (12W) 1A CPU KA.
o IxHEREEA (4% (BEERBEEEH)
o 1 x SRR

BIOS * AMI UEFI Legal BIOS, 3#% GUI
hEEYE = e ACPI 6.0 3tAMEES 14
o #% SMBIOS 2.7

TR MR o REEIT: CPU. HFEKE
o BENE (IRIE CPU REBARIBEREERE) :
CPU. HlFEXES
o REASMIHEEEF: CPU. HFERXE
o CASEOPEN (#l#3T7) &M
o HEMIE: +12V. +5V. +3.3V. CPU Vcore

BIER% ¢ Microsoft® Windows® 10 64 i /11 64 {it
i o TxEMGTL (Z#F 19V EMHIFIEE 8)
NE e FCC. CE

e ErP/EuP X#F (5Z 4% ErP/EuP RYHER)

TINREBTRF—ENE, GI5FEBIOSRE, KA "HHEFHRA" , HEAFE=
FRYITR, BHARESHNEREMIEEE, BEMNRERAHFREERIIF. AT
I TEGR BERGFIZEE, HA3THE FE5miE R iR A 5 5.
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1.3 BE&igE

LERRMMIR BB, I$BREIEREIX LM LR, B "EE" o MRXLHH
LigHRB&mE, B& “FB .

W W

Short Open
&R CMOS B2k =i Bk CMOS
(CLRCMOST) 2 6tBk FFE&: Bk

(RE1T, #61)

CLRCMOS1 2 iF &R CMOS HEIEHE. CMOS HHEIREERFKIRERE, MR
SR, BE. MEMRRRESY. EERNEERESHABINRE, BXH
HEY, HTRIELKES, REEMARKIEERE CLRCMOST LEISHH 3 ), EiClE
Bk CMOS RN T BhEkiE, MREFEERISTH BIOS EHfFiER CMOS, T
MERMARLG, FEXABENITHER CMOS #B#IE.

WREERR CMOS, HAEFTHSWAME]. 151 BIOS 5T “Clear Status”  (ERAIXZS)
VB BRI — LA RN IRTSATIER.



H610D4-P1

1.4 tREHERFEO

RFFEMFE OT B, TEIGBRAIGRR X LRI L, 15k IR SR X L1
OO _LIF 23 E RIS R KR EIRIF.

1T ATA3 #00 Ik SATA3 $30 X#5 M iR (e
(SATA1: EREH 6.0 Gb/s HIRIERTE %

NE1T, $H54) &% SATA #iEL%,

CPU RGO R I E MR 4§ CPURE (88
(4 $t CPU_FANT) BEXE) B0, IRETEE
(RE1R, H249) 34t CPURE, BETiERE

CPU_FAN_SPEED EIJ %‘H}fﬂ 1_30

FAN_SPEED_CONTROL

B RKE & EREE KU RO
FAN_SPEED_CONTROL 1%%&@%?%%%1.’&”0

CHA_FAN_SPEED
+5V
GND

MiEREED
(4 £t CHA_FANT)
(M1, #E31)

BiTim Ok It COM1 #2332 Fe 1T im O 48
(9 £t COM1) B,

(&1, E81)




90

WBEE NS . I E 7% 4% CASE OPEN (W36
(2 $t P305) | oo ) HIhEE - Pl =
(RE1TT, ET4) o SFET. REESRAE

NETZ L3,

2.5W EHA B . IR S R I K,

e 3222252
(2 ¥ MONO1)

(RE1T, #41)



B s8R~

| e
ARG

A= HIFRR

RIEPELHE TRAES~RITREHEEDE K SI/T11364-2006 IRFIES™
RISRIEFITRER] , BRFEEFRNHITIRT, BUREERERE-RPESEN
EEREVRBTEZTRL N B RENT N IMEER T RBITA S W =EH ™
EMENHR, KR ERAME, BERNTFEA~ERZEOREEE EFERE—ZiR. B—F
ZHFAFRZIMRIERIR, BRI ERZIMRERBRA 10 &,

10

AEREVRB TR BN ZEIRN

BHERTREFGNESEEVRE TR ERRSEIRN,

BESRUTRERIEHA,

s BEVRRLE

" $ (Pb) | 4% (Cd)| R (Hg) | 75¢7$& (Cr(V1)) |%iREXZE (PBB) % iR — % fi# (PBDE)
EDRIMLE T

gazay < | O | © © © ©
SRS E

maman | X | O | O © © ©

O: RRZESHEENREZIMGAAHFEME P EHTE S)/T 11363-2006 FREMEH]
REZERIUAT.
X: RTZESEEVREVEZDHNE—HRMA RS EEEH S)/T 11363-2006 1R
MERREBER, RIZABMHNFFEEETES 2002/95/EC HIFTE,

&if: KFERRRZIRERER, FEE-RESERKLT.

H610D4-P1
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1 &7

RS E #EEE He10D4-P1 R o TEASCHR > 5 1 TR E 2 FE & LRI/
T 2 R o

Q HI ERERAIRE B BIOS SRR FTRE & AT » PR LA X AEABAE R » 21 THA] °

1.1 BRAR
H610D4-P1 1t

o Ix PREZEIER

* 1 xSATA BRI AEFERR GER)

o 2x R GEAIR M2 L) GER)
o 1xURFh CEAR Wik i)  CGER)



CPU

ERFE

il
t
e
HIlE

EPRS e

BT

H610D4-P1

6.7-in X 6.8-in, 17.0 cm x 17.2 cm

FHRE 13 (AR 12 1 Intel® Core™ JEFERF (LGA1700)
4 BIFMEAERE

% Intel” R & BHiT

7% Intel® Turbo Boost Max $¥71i7 3.0

Intel®° H610

#3718 DDR4 20 RS H i
2 x DDR4 SO-DIMM ##il#
%1% DDR4 FF ECC FEAREACIERY » £ il & 3200*

“INFRE L B 0 FE 2 PR ERRCIERE SR -

(http://www.asrock.com/)

BARHALIERE AR © 64GB
4% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

1x M.2 #f/E (Key E) » 4% Type 2230 WiFi/BT 154 I Intel®
CNVi (53 WiFi/BT)

{HIR%EE & GPU HIBRHEERA I S 4% Intel* UHD Graphics Built-in
Visuals [z VGA #jt} °

Intel* X* SR F28HE (55 121€)

— {EE 4 %5 © 1x HDMI ~ 1 x DisplayPort 1.4 (DP1) ~
1 x DisplayPort 1.2 (DP2)

XE=a T A

B 718 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz fEHT Y HDMI 2.1
TMDS

1% DisplayPort 1.4 » DSC ([BEfff ) S AMRATE i

8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz

1% DisplayPort 1.2 » DSC (JBfii) > S AT &

4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz
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4% HDCP 2.3 » B HDMI 2.1 TMDS fHZ 41 DisplayPort
1.4/1.2 HEER

=6 * Realtek ALC269 5 #TiE G AR
e 1xMIC #ii A
o 1x HiktH  Eb%
LAN * Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
* Giga PHY Intel® 1219V
o SCIRHMEIARE
o IREE BREIGE
o 4% 802.3az EEE HifiE 2 AHERE
o 1% PXE
BIER I/0 o 1 x B
o 1x B/ B TL
* 1xUSB 3.2 Genl Type-A ;HE#R (IIRFFEIFE)
e 1xUSB 3.2 Genl Type-C BEHR (HIRFFEFE)
o 2xUSB 2.0 @B (IFEFERE)
o 1 x 2850 ER A S L
#EMWR 1/0 o 1xDC L (AR 19V EIFEEEER) *
* 90W HHERERAE FHFY 35W CPU » [f 120W BEERREE FH Y 65W
CPU °
o 1 x HDMI ;E#21H
* 2x DisplayPort*
* (1 x DP co-lay D-SUB)
* 4xUSB 3.2 Genl Type-A BijEEth (SIEFFEIRE)
e 1xUSB 3.2 Genl Type-C iBifEHR (FIRFFERE)
o 1xRJ-45 LAN J#EHE » 4 LED (ACT/LINK LED & SPEED
LED)
fEFRE * 1xSATA3 6.0 Gb/s #5H » 7% NCQ ~ AHCI J [ Ef# |

1 x Hyper M.2 fiJ2 (M2_1° KeyM) » 1% 2280 %! PCle
Gen4x4 (64 Gb/s) fE= *
1x Ultra M2 fEE (M2 2 fll M Key) ° 374% 2280 %! PCle
Gen3x4 (32 Gb/s) fE= *

* 3748 NVMe SSD 1E BB
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H610D4-P1

B o 1x COM #ER iR
o 1 x BB EREST
e 1x CPU [E/Z#E8H (4-pin)
* CPU Ja\FIBEFE S o i 1A (12W) B IIZSH) CPU JalR »
o | x PEFR AR (4-pin) (ERERANEU RS 4]
o 1 x EREHPEE

BIOS I&E e AMI UEFI Legal BIOS & GUI 1%
* ACPI 6.0 FF &I 5 B Fatk
o 8 SMBIOS 2.7

FERSHAMEs o ASEEG : CPU - BEYES
o BEESE (IR CPUIRLE B B R MmEE) « CPU
AR R

o BFZ EAEER] - CPU ~ B RS
o BEER BRI
o FEEREZFE ¢ 412V ~ +5V ~ +3.3V ~ CPU Vcore

(=S  Microsoft® Windows® 10 64 {iZ 7T / 11 64 {if JT:
ZIR e 1xDCHEFL (3% 19v DC FEFlEEE )
Bt e FCC~ CE

 ErP/EuP ready (ZHEL{i ErP/EuP ready BHiF {HIEZS )

FEBW IR » SRR REEE L RAERE EHY I - i EfEEE BIOS HHHYZRGE ~ £/ H Bt

A ARSI BELE 1] 1 /1 RERAHOIREAE TB - EESRTTRE B P BUERAHIREE L - BE B2 R
HHITT I RFEEE RS © EHEETTAIGEMAmBE R » HF R FREARRE AT ATRE
HEMTAR -
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1.3 BIRERTE

El ISR E R T - EBHRIEE R LI - BB TR - AR
MEEESHE - Bk S TRARL -

- @

Short Open
B cMOS i K% « HkRk CMOs
(CLRCMOS1) 2-pin Bk FrRY : THEY

(GEZ2HE1H - Wi e)

FERTFIA CLRCMOS1 {HER CMOS HIRIE K}  CMOS FIRIE B & e E &l »
WNFRARERS ~ HEA ~ IR BoRifial B 28 o B ENERR T B R 2R TR E
AP BB A R B T EERAR > A0 A kAR EEE CLRCMOST _FRISTHIAE G
37 o FEFERD » BAAEERR CMOS U T BkIRE o B IEFTHEEHT BIOS (2L NG FR
CMOS » RILWASEEHTRUENRAE > A SEITIERR CMOS BYERTERR -

R CMOS » ATREERAIZIRARFARL - 7579% BIOS &8 TEFRIKEL - IEERIERTHE
RYIEINREATHCER -



1.4 IREIPFETRZEE

WRE LR RIZTETRBIAR © FENGBRIE BT E Lk # RZIA L - GBRIEETEDES R
RO L o RRE R R A MR Z A8 -

H610D4-P1

Serial ATA3 B20H
(SATAI:

ABRE 1HE  #RE5)

It SATA3 EZBHE RN EREETT
UEERT SATA BRHER > &=
A3# 6.0 Gb/s ERHERZR -

CPU Jal 5 #2658
(4-pin CPU_FANI)
(GE2HE 15

fwaE 2)

4 3 2 1

GND
FAN_VOLTAGE
CPU_FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

A FBENEE (L 4-Pin CPU U

(FERE) B - 350G
i#1% 3-Pin CPU Jilf » FH1ERE
Pin1-3°

AR IR
(4-pin CHA_FAN1)
(FE2HFE1H

ik 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED

+5V

GND

P R B 2 2 4 B
il L R e szt E D -

Fe 3RS
(9-pin COM1)

(GE2EE 15
ik 8)

It coOM1 HESF 48 771 diizia
FrifH o
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PR EREET
(2-pin P305)

(FE2HE1H »
5% 7)

GND

Signal

FERMSR THRBIRU H
HIZhRE - AHEHIRBINE R &
B o HEREAATIRE - 5
BOLR SRR (E IR A -

2.5W Hifl AMP Bt

Hest

(2-pin MONOI1)
GE2RE1H

e 4)

MONO_OUT+
MONO_OUT-

T S SRS o



Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspansi

Grafik

H610D4-P1

6,7-inci x 6,8-inci, 17,0 cm x 17,2 cm
Desain Kapasitor Solid

Mendukung Prosesor Generasi ke-13 & Generasi ke-12 Intel”®
Core™ (LGA1700)

Desain 4 Fase Daya

Mendukung Teknologi Intel” Hybrid

Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel® H610
Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

2 x Slot DDR4 SO-DIMM
Mendukung memori DDR 4 non-ECC, tanpa buffer hingga 3200%

* Lihat Daftar Dukungan Memori di situs web ASRock untuk informasi

selengkapnya. (http://www.asrock.com/)

Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB
Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

1 x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul jenis 2230 WiFi/BT
dan Intel® CNVi (WiFi/BT terintegrasi)

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.

Arsitektur Grafis Intel® X° (Gen 12)

Tiga pilihan output grafis: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4 (DP1),
1 x DisplayPort 1.2 (DP2)

Mendukung Tiga Monitor

Mendukung HDMI 2.1 TMDS Kompatibel dengan maks. resolusi
hingga 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

Mendukung DisplayPort 1.4 dengan resolusi maks, DSC
(terkompresi) hingga 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @
120Hz

Mendukung DisplayPort 1.2 dengan resolusi maks, DSC
(terkompresi) hingga 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz
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Audio

LAN

1/0 Panel

Depan

1/0 Panel
Belakang

Penyimpanan

100

e Mendukung HDCP 2.3 dengan Port HDMI 2.1 yang Kompatibel
dengan TMDS dan DisplayPort 1.4/1.2

e Codec Audio Realtek ALC269
e 1xMICIN
* 1x Headset/Headphone

e Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

e Giga PHY Intel® 1219V

¢ Mendukung Wake-On-LAN

* Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD

e Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
e Mendukung PXE

e 1x Tombol Daya

¢ 1 x Soket Headphone/Headset

e 1xUSB 3.2 Genl Port Tipe A (Mendukung Perlindungan dari ESD)
e 1x USB 3.2 Genl Port Tipe C (Mendukung Perlindungan dari ESD)
e 2x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)

¢ 1 x Soket Input Mikrofon

¢ 1x Soket DC (Kompatibel dengan adaptor daya 19V)*
* Gunakan adaptor daya 90W untuk CPU 35W dan adaptor daya 120W
untuk CPU 65W.
e 1x Port HDMI
* 2x DisplayPort*
* (1 x DP co-lay D-SUB)
e 4xUSB 3.2 Genl Port Tipe A (Mendukung Perlindungan dari ESD)
e 1x USB 3.2 Genl Port Tipe C (Mendukung Perlindungan dari ESD)
e 1xPort LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

* 1 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung NCQ, AHCI, dan Hot
Plug
e 1x Soket Hyper M.2 (M2_1, Key M), mendukung PCle tipe 2280
mode Gen4x4 (64 Gb/s)*
e 1x Soket Ultra M.2 (M2_2, Key M), mendukung PCle tipe 2280
mode Gen3x4 (32 Gb/s)*
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
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Konektor * 1x Header Port COM
¢ 1x Header Sasis Intrusion
¢ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
¢ 1 x Konektor Kipas Chassis (4-pin) (Kontrol Kecepatan Kipas
Pintar)
¢ 1x Header Mono-Out

Fitur BIOS e AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI
¢ ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan
¢ Dukungan SMBIOS 2.7

Monitor e Takometer Kipas: CPU, Kipas Chassis
Perangkat * Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
Keras berdasarkan suhu CPU): CPU, Kipas Chassis

¢ Kontrol Multikecepatan Kipas: CPU, Kipas Chassis
e Deteksi CASE OPEN
¢ Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

os ¢ Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
Daya e 1xJack DC (Mendukung Adaptor Daya DC 19V)

Sertifikasi o TG, Cl
¢ Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan pada

A BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu overclocking pihak
ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan mengakibatkan kerusakan
komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi tanggungan Anda. Kami tidak
bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena overclocking.
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